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Leibniz Institute
»@raphene Flagship“ startet experimentelle 2D-Pilotlinie for high
Integration von Graphen und verwandten 2D-Materialien in die pe.rformance .
Halbleiterplattform microelectronics

Frankfurt (Oder). 2D Experimental Pilot Line (2D-EPL), ein von der Europdischen
Kommission (iber vier Jahre mit 20 Millionenen Euro finanziertes Projekt, hat sich zur
Aufgabe gemacht, die Liicke zwischen der Fertigung im Labormalstab und der
GroBserienproduktion von elektronischen Bauelementen auf der Basis zweidimensionaler
(2D) Materialien zu schlieBen. Mit der ersten experimentellen Produktionsanlage ihrer
Art, in der europdische Unternehmen, Forschungszentren und akademische Institutionen
zusammenarbeiten, kdnnen neuartige Bauelemente auf der Basis von 2D Materialien im
Pilotmalistab hergestellt werden.

Ziel des Projektes ist es, zu demonstrieren, wie man Bauelemente auf der Basis von 2D-
Materialien in einer flir Marktanwendungen effektiven Art und Weise herstellen und ska-
lieren kann. Dies ist ein entscheidender Schritt, bevor Graphen-Technologien auf die Her-
stellung im GroBmalstab Gbertragen werden kénnen.

Das Projektkonsortium setzt sich aus den wichtigsten europaischen Akteuren zusammen,
die die gesamte Wertschopfungskette abdecken, einschlieBlich Werkzeugherstellern,
Chemikalien- und Materialanbietern und Halbleiterfertigungslinien: Aixtron Ltd. und
Oxford Instruments (Vereinigtes Kénigreich), imec (Belgien), AMO GmbH, Leibniz-Institut
fiir innovative Mikroelektronik (IHP), Micro Resist Technology GmbH, Aixtron SA und Suss
Microtech (Deutschland), Graphenea (Spanien) und VTT (Finnland).

“Zweidimensionale Materialien haben einzigartige Eigenschaften fiir elektronische und
photonische Bauelemente sowie fiir Sensoren”, sagt Cedric Huyghebaert, Programmma-
nager fiir die Integration von Versuchsmaterialien und -modulen bei imec und technischer
Leiter des 2D-EPL-Projekts. “Es gibt inzwischen zahlreiche Publikationen, die Prototypen
von Bauelementen auf der Basis von 2D-Materialien zeigen, deren Leistungen deutlich
Uber dem Stand der Technik liegen. Aber um diese Bauelemente auf den Markt zu brin-
gen, missen wir Werkzeugsatze und Designhandblcher fiir ihre Herstellung entwickeln,
die mit den Standards der Halbleiterindustrie kompatibel sind.”

Die Pilotlinie wird es ermoglichen, neue Bauelemente fiir elektronische, photonische und
Sensoranwendungen in einer fir die Fertigung reprasentativen Umgebung zu prototypi-
sieren. Der Prozessablauf wird in hochmodernen Reinraumumgebungen in ganz Europa
bei imec (Belgien). VTT (Finnland) AMO und dem IHP (Deutschland), validiert werden.

,Da fir die Integration von Graphen-Bauelementen noch die Stabilitat und Kompatibilitat
mit Si-Technologie-Prozessen fehlt, ist die Entwicklung von Graphen im 200-mm-MaRstab ’
in der CMOS-Pilotlinie des IHP ein wichtiger Aspekt bei der Etablierung der Technologie-
plattform und der Herstellung verschiedener Graphen-basierter Gerdte” sagt Dr.
Mindaugas Lukosius vom IHP. n
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Um den Aufbau eines europaischen Okosystems fiir 2D-Materialien zu unterstiitzen, das  Leibniz Institute
die gesamte Wertschdpfungskette abdeckt, wird das 2D-EPL der gesamten F&E-Gemein-  for high

schaft offen stehen, die auf dem Gebiet der 2D-Materialien tatig ist, wobei ein Kostentei- performance
lungsmodell zwischen Anwendern und Dienstleistern genutzt wird. Ziel ist es, ein nach-
haltiger On-Demand-Dienst flir Forschungs- und Innovationsakteure in Europa und im
Ausland zu werden, der in den Rahmen von EUROPRACTICE integriert ist.

microelectronics

Das 2D-EPL-Projekt wird durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020
der Europaischen Union im Rahmen der Zuschussvereinbarung Nr. 952792 finanziert.

Weitere Informationen: https://graphene-flagship.eu/graphene/news/graphene-flags-
hip-launches-first-european-epl/

Wafer mit integrierten 2D-Materialien © IHP
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Uber das IHP:

Das IHP ist ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft und betreibt Forschung und Entwicklung m
zu siliziumbasierten Systemen, Hochstfrequenz-Schaltungen und -Technologien ein-

schlieBlich neuer Materialien. Es erarbeitet innovative Lésungen fiir Anwendungsbereiche

wie die drahtlose und Breitbandkommunikation, Sicherheit, Medizintechnik, Industrie ,‘
4.0, Mobilitat und Raumfahrt. Das IHP beschaftigt ca. 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter. Es verfligt Uber eine Pilotlinie fiir technologische Entwicklungen und die Prdparation [i
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von Hochgeschwindigkeits-Schaltkreisen mit 0,13/0,25 um-SiGe-BiCMOS-Technologien,

die sich in einem 1500 m?2 groRBen Reinraum DIN EN ISO 14644-1 3 befindet. Leibniz Institute
www.ihp-microelectronics.com for high
performance
microelectronics
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